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Prufungsantrag genr^. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verfahren und Vorrichtung zur selektiven Lackierung einer bestuckten Leiterplatte 

(g) Bei einem Verfahren zur selektiven Lackierung einer 

bostuckten Leiterplatte wird eine uber der Leiterplatte 

angeordnete Lackierduse, die zur Abgabe eines Lackstrahles 

gesteuert often- und schlieSbar ist, angeordnet. Leiterplatte 

und Lackierduse sind relativ zueinander in zwei Richtungen 

einer zur Leiterplatte parallelen Ebene beweglich. Ein aus der 

Lackierduse austretender Lackstrahl wird an nicht zu lackie- 

renden Bereichen der Leiterplatte unterbrochen. Die 

Lackierduse wird ortsfest gehalten und die Leiterplatte wird 

unter ihr in den beiden Richtungen bewegt. Eine Vorrichtung 

zur Durchfuhrung des Verfahrens weist einen Leiterplatten- 

trager zur Befestigung wenigstens einer bestuckten Leiter- 
platte auf, einen am Leiterplattentrager angeordneten Rah- 
man und wenigstens eine Lackierduse, die zur Abgabe eines 

Lackstromes gesteuert offen- und schlieSbar ist, wobei die 
^ Lackierdusen und der Leiterplattentrager mit der bestuckten 

Leiterplatte relativ zueinander beweglich sind. Am Rahmen 

ist wenigstens eine Lackierduse stationar uber dem Loiter- 
er plattentrager befestigt, der Leiterplattentrager ist mit der zu 

lackierenden Leiterplatte bewegbar. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur selektiven 
Lackicrung einer bestUckten Leiterplatte nach dem 
Obcrbegriff dcs Patcntanspruchs 1. Ferner bezieht sich 
die Erfindung auf eine Vorrichtung zur DurchfUhrung 
dieses Verfahrens. 

Um bestiickte Leiterplatten vor Feuchtigkeit, 
Schmutz, Staub and elektrischen Kriechstrdmen zu 
schOtzen, ist es seit langem bekannt, diese mit einer 
dOnnen isolierenden Lackschicht zu Qberziehen. Dabei 
ist es erforderKch, einige Bauteile, wie z. B. Potentiome- 
ter, Drehkondensatoren, Anzeigen usw, von der Lackie- 
rung auszunehmen, da diese Bauteile beispielsweise fur 
nachtrfiglich vorzunehmende Abstimmungen oder Ein- 
stellungen von auBen frei zuganglich oder einsehbar 
sein mdssen. 

Aus der EP 0 347 058 A2 ist ein Verfahren bekannt, 
bci dem eine bestOckte Leiterplatte mit einer fiber der 
Leiterplatte bewegten DOse lackiert wird, welche einen 
breiten, im wesentlichen dreiecksfdrmigen Lackstrahl 
auf die bestQckte Leiterplatte abgibt Um Bauteile auf 
der Leiterplatte von der Lackierung auszusparen, wird 
die Diise durch eine Steuerung geoffnet und geschlos- 
sen und dadurch der Lackstrahl unterbrochen, wahrend 
die DOse weiterbewegt wird 

Weil die Lackierdiise einen relativ breiten Lackstrahl 
abgibt, der sehr viel Lackierfltissigkeit enthalt, muB die 
Diise mit einer relativ hohen Geschwindigkeit uber die 
Leiterplatte bewegt werden, da sonst zu viel Lackier- 
flfissigkeit auf die bestQckte Leiterplatte aufgebracht 
wird. DarUber hinaus muB die DQse, da sie (iber die am 
hdchsten Ober die Leiterplattenoberfltche ragenden 
Bauteile hinwegbewegt werden muB, in einem Abstand 
von der Leiterplattenoberflache angeordnet sein, der 
diese Bauteile etwas libertrifft 

Nachteilig bei diesem Verfahren ist, daB bei einer 
Unterbrechung des Lackstrahles, die bei einem nicht zu 
lackierenden Bauteil stattfindet, eine •^erwirbelung" 
der LaclderflQssigkeit in der Umgebung des von der 
Lackierung anzusparenden Bauteils entsteht. Diese 
'^erwirbelung" ist eine Folge davon, daB der Lackstrahl 
mit der Lackierdiise, die sich mit einer relativ hohen 
Geschwindigkeit bewegt, mitgefOhrt wird und daher bei 
einer Unterbrechung aufgrund seiner MassentrSgheit 
immer etwas liinter der LackierdQse hinterhergezogen" 
wird, w^rend sich diese schnell iiber die Leiterplatte 
bewegt Dabei gelangt etwas Lackierfliissigkeit auf Be- 
reiche der LeiterplattenoberflSche, die eigentlich nicht 
lackiert werden dOrfen* Auf diese Weise sind keine sau- 
ber abgegrenzten Lackflachen auf der Leiterplatte 
mdglich und auszusparende Bauteile werden immer et- 
was mitlacldert Dieser Nachteil wird noch dadurch be- 
gOnstigt, daB die Lackierdiise mit Abstand fiber der Lei- 
terplattenoberflliche angeordnet ist, und dadurch die 
Verwirbelung der Lackierfliissigkeit einen grdBeren Be- 
reich auf der Leiterplatte erf aBt 

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein gattungsgemaBes 
Verfahren so zu verbessem, daB die genannten Nach- 
teile beseitigt werden und eine prazise Lackierung von 
mil Bauteilen besifickten Leiterplatten ermdglicht wird, 
wobei insbesondere Bauteile, die nicht lackiert werden 
sollen, auf der Leiterplatte beim Lackiervorgang prSzise 
ausgespart werden kSnnen. 

Die Aufgabe wird erfindungsgem^ durch die kenn- 
zeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelost 

Eine erfindungsgem&Be Vorrichtung zur Durchffih- 
rung dieses Vcrf ahrens ist Gegenstand des Anspruchs 2. 



Weitere bevorzugte Ausfuhrungsformen dieser Vor- 
richtung sind Gegenstand der Ansprfiche 3 bis 7. 

Die nachstehende Beschreibung einer bevorzugten 
Ausfiihrungsforra der Erfindung dient im Zusammen- 
5 hang mit beiliegender Zeichnung, die schematisch eine 
erfinduingsgemaBe Vorrichtung zum selektiven Lackie- 
ren von bestfickten Leiterplatten zeigt, der n^eren Er- 
lauterung. 

Bei einer Vorrichtung zur Durchffihrung des erfin- 

10 dungsgemSBen Verfahrens zur selektiven Lackierung 
zweier mit elektrischen Bauelementen 1 bestfickten Lei- 
teiplatten 2, werden die Leiterplatten 2 auf einem als 
Leiterplattentrager dienenden Tisch 3 befestigt, der in 
zwei Richtungen X Y einer Ebene beweglich ist, in 

15 welcher die bestiickten Leiterplatten 2 angeordnet sind. 
Der Hsch 3 wird zusammen mit den bestfickten Leiter- 
platten 2 gesteuert in beiden Richtungen x, y dieser 
Ebene bewegt, wShrend jeweils eine fiber einer der be- 
stfickten Leiterplatten 2 angeordnete, stationare, also 

20 ortsfeste Lackierdfise 4 einen z. B. kreiszylinderformi- 
gen Lackstrahl 5 geringen Durchmessers zur Lackie- 
rung der bestfickten Leiterplatten 2 abgibt Die Steue- 
nmg der Tischbewegung erfolgt so, daB die Dfisen 4 
sukzessive die gesamte Oberflache der Leiterplatten 2 

25 uberstreichea Die Lackierdfisen 4 werden dabei zur 
Verhinderung einer Lackierung bestimmter Bauele- 
mente gesteuert geoffnet imd geschlossen. 

Weil der Tisch 3 unter den stillstehenden Lackierdfi- 
sen 4 bewegt wird, wirken auf die Strahlen 5 keine (hori- 

30 zontalen) TrSgheitskrafte und diese Strahlen gelangen 
inuner in zur Leiterplatte 2 senkrechtcr Position auf 
diese Flatten. Auf diese Weise kann man Leiterplatten 2 
ohne den EinfluB der oben erwahnten Verwirbelungen, 
die diux:fa die Bewegung der Lackierdfisen 4 entstehen, 

35 lackieren und dabei bestimmte Bauteile 1 der Leiter- 
platten 2 sauber aussparen. 

Die auf der Zeichnung dargestellte Vorrichtung um- 
faBt weiterhin einen Rahmen 6, an dem starr die 
Lackierdiisen 4 befestigt sind. Die Lackierdfisen 4 smd 

40 fiber Lackierflfissigkeitsleitungen 7 mit einem Vorrats- 
tank 8 verbunden, der als Vorratsbeh^lter fflr die 
Lackierflussigkeit dient Der Vorratstank 8 ist mit einer 
Heizung 9 versehen. 
Ober elektrische Steuerleitungen 11, 12 und 13 sind 

45 jeweils der Tisch 3, die Lackierdfisen 4 und die Heizung 
9 des Vorratstanks 8 mit einer zentralen Steuereinheit 
14 verbunden Die zentrale Steuereinheit 14 ist zur Ein- 
gabe und Ausgabe von Daten nut einer Tastatur und 
einem Bildschirm versehen. 

50 Am Tisch 3 sind zwei mit einer Reinigungsfliissigkeit 
gefiillte Behalter 16 angeordnet, in welche die Lackier- 
dfisen 4 nach Beendigung des Lackiervorgangs durch 
entsprechendc Bewegung des Tisches 3 zur Reinigung 
eingetaucht werden kdnnen. 

55 Mit der beschriebenen Vorrichtung wird in f olgender 
Weise gearbeitet Die bestfickten Leiterplatten 2 wer- 
den auf der Oberflache des Tisches 3 befestigt Darauf- 
hii werden die Daten zur Bewegung des Tisches 3, der 
Betfitigung der Lackierdfisen 4 und der einzustellenden 

60 Temperatur der Lackierflussigkeit im Tank 8 der zen- 
tralen Steuereinheit 14 eingegeben. 

Zur Lackierung der bestfickten Leiterplatten 2 wird 
der Tisch X gesteuert durch die zentrale Steuereinheit 
14, entlang der Richtungen X und Y bewegt Mit dem 

65 Tisch 3 werden die auf ihm befestigten Leiterplatten Z 
welche upter den starr am Rahmen 6 befestigten 
Lackierdfisen 4 angeordnet sind, mitbewegt Die 
Lackierdfisen 4 werden fiber die elektrischen Steuerlei- 



DE 43 00 

3 

tungen 12 von der zentralen Steuereinheit 14 abhangig 
von der Bewegung des Tisches 3 geof fnet und geschlos- 
sen. Sie geben im geoffneten Zustand einen vorzugswei- 
se kreiszylinderfOrmigen Lackstrahl 5 mil einem gerin- 
gen Durchmesser ab. Der Durchmesser des Lackstrah- 5 
les kann zwischen 0,1 bis 1,0 mm, inbesondere bei 0,4 
mm liegen. Der Strahl kdnnte auch eine andere Quer- 
schnittsform und einen groBeren Durchmesser haben. 
Er konnte sich, ausgehend von der Dflse auch nach un- 
ten, z. B. facherformig, enveitem. Wahrend die Leiter- 10 
platten 2 unter den LackierdUsen 4 bewegt werden, wird 
die Oberflache der Leiterplatten 2 im Falle einer geoff- 
neten Lackierdiise 4 lackiert. wahrend die Lackierung 
im Falle einer geschlossenen LackierdQse 4 unterbro- 
chen ist Auf diese Weise lassen sich nicht zu lackierende 15 
Bauteile auf der bestuckten Leiterplatte von der Lackie- 
rung leicht ausnehmen. 

Es ist vortcilhaft, daB die LackierdQsen 4 starr am 
Rahmen 6 befestigt sind und nicht bewegt werden. Auf 
diese Weise trifft der Lackstrahl 5 immer senkrecht auf 20 
die Oberflache der bestuckten Leiterplatte 2 auf, und es 
ist ein prazises selektives Lackieren dieser Platten mog- 
lich. Insbesondere entsteht bei stillstehenden LackierdQ- 
sen 4 keine "Verwirbelung^ als Folge der Massentrag- 
hcit der LackierflussigkeiL ^ 25 

Aufgnind der geregelten Temperatur der Lackier- 
fliissigkeit im Tank 8 weist diese beim Lackiervorgang 
immer die zur Lackierung optimale Viskoshat auf. 

Nach Beendigung des Lackiervorganges wird der 
Tisch 3 in eine Position bewegt, in welcher die Behalter 30 
16 direkt unter den Lackierdusen 4 angeordnet sind. Die 
Lackierdusen 4 werden sodann abgesenkt und tauchen 
in die mit Reinigungsflussigkeit gefQllten Behalter 16. 
Dadurch wird ein Verschmutzen der Lackierdusen 4 
verhindert. 35 

Es ist vorteilhaft, daB der Reinigungsflussigkeitsstand 
in den Behaltern 16 durch eine beispielsweise von Vo- 
geltranken her bekannte Steuerung gleichbleibend ist, 
da auf diese Weise immer gewahrleistet ist, daB der 
Reinigungsfliissigkeitsstand in den Behaltern 16 hoch 40 
genug ist und die Lackierdusen 4 in die Reinigungsflus- 
sigkeit eintauchen. 

Das erfmdungsgemaBe Verfahren zur selekuven 
Lackierung einer bestuckten Leiterplatte und die erfm- 
dungsgemaBe Vorrichtung zur DurchfOhrung dieses 45 
Verfahrens ermoglichen ein prazises und schnelles so- 
wie einfaches Lackieren einer bestuckten Leiterplatte. 
Mit der gezeigten Ausfiihrungsform werden zwei be- 
stuckte Leiterplatten simultan lackiert Es ist auch mog- 
lich, mehr oder weniger als zwei Leiterplatten gleichzei- 50 
tig auf die dargestellte Weise zu lackieren. Der Emsatz 
mehrerer Dusen 4 ermdglicht eine besonders einfache 
und deshalb wirtschaftliche Durchfiihrung des Verfah- 
rens und der Vorrichtung zur Endelung groBer Stuck- 
zahlen. Grundsatzlich ist auch die Lackierung nur einer 55 
einzigen Leiterplatte mdglich. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur selektiven Lackierung einer be- eo 
sttickten Leiterplatte mit einer iiber der Leiterplat- 
te angeordneten Lackierdiise, die ziu" Abgabe eines 
Lackstrahles gesteuert offen- und schlieBbar ist, 
wobei Leiterplatte und Lackierdflse relativ zuein- 
ander in zwei Richtungen einer zur Leiterplatte 65 
parallelen Ebene bewegt werden und ein aus der 
Lackierduse austretender Lackstrahl an nicht zu 
lackierenden Bereichen der Leiterplatte unterbro- 
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chen wird, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Lackierduse ortsfest gehalten wird und die Leiter- 
platte unter ihr in den beiden Richtungen bewegt 
wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein kreiszylinderformiger Lackstrahl 
mit einem Durchmesser zwischen 0,1 und 2,0 mm, 
vorzugsweise 0,1 und 1,0 mm, insbesondere 0,4 mm 
verwendet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die LackierdOse nach Beendigung der 
Lackierung in einen Behalter mit Reinigungsflus- 
sigkeit eingebracht wird. 

4. Vorrichtimg zur Durchfiihrung des Verfahrens 
nach Anspruch 1, 2 oder 3 mit einem Leiterplatten- 
trager zur Befestigung wenigstens einer bestuckten 
Leiterplatte, mit einem am Leiterplattentrager an- 
geordneten Rahmen und mit wenigstens einer 
Lackierduse, die zur Abgabe eines Lackstromes ge- 
steuert offen- und schlieBbar ist, wobei die Lackier- 
dusen und der Leiterplattentrager mit der besttick- 
ten Leiterplatte relativ zueinander beweglich sind, 
dadurch gekennzeichnet. daB am Rahmen (6) we- 
nigstens eine Lackierdiise (4) stationar uber dem 
Leiterplattentrager (3) befestigt ist, und der Leiter- 
plattentrager (3) mit der zu lackierenden Leiter- 
platte (2) bewegbar ist. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Durchmesser des Lackstrahles (5) 
0,1 bis 2,0 mm, vorzugsweise 0,1 — 1 mm, insbeson- 
dere 0,4 mm, betragL 

6. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB am Leiterplattentrager (3) mit Reini- 
gungsfliissigkeit gefullte Behalter (16) zur Aufnah- 
me der Lackierdusen (4) vorgesehen sind 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Reinigungsfliissigkeitsstand in 
den Behaltern (16) durch Steuerung gleichbleibend 
ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein mit einer Heizung (9) versehener 
Vorratstank («) fur die LackierflQssigkeit vorgese- 
hen ist 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Temperatur der LackierflQssigkeit 
im Vorratstank (8) regelbar ist. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 Nummer: DE 43 00 012 A1 

IntCL^: H05K 3/28 

Offenlegungstag: 7.Jull1994 




BEST AVAILABLE COPY 

408Q27/178 



